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ABSTRACT:

The main purpose of this Bachelor’s Thesis is the development of a system for modeling the thermal contact
resistance between a heating element and a receiver through the study of the heat flux with simulation
programs simulating aerospace conditions.

The mechanical design of the system, the measure program and a GUI it is necessary to develop in order
to take measures in a TVAC chamber.
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RESUMEN:

El principal propésito de este TFG es el desarrollo de un sistema para la modelacién de la resistencia de
contacto térmico entre un elemento calefactable y un receptor a través del estudio del flujo de calor con
programas de simulacién y condiciones aeroespaciales.

El disefio mecanico del sistema, el programa de medida y la GUI seran necesarios de desarrollar para
tomar medidas en una camara térmica de vacio.
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